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Vorwort 
 
 
Die Verknüpfung von Multifunktionssensorik, Informationsverarbeitung und Systemen zur Beeinflussung 
der Anwendungsumgebung durchdringt schon fast alle Lebensbereiche. So sind z. B. Bereitstellung und 
Nutzung elektrischer Energie derzeit einem grundlegenden Wandel unterworfen, der nicht nur im 
Bereich der Leistungselektronik, sondern auch von der Mess- und Regel- sowie der Informationstechnik 
innovative Lösungen erfordert. Infolge des unregelmäßigen, nicht planbaren Anfalls an elektrischer 
Energie aus regenerativen Energiequellen muss im Netz zukünftig ein permanenter Abgleich von 
Angebot und Nachfrage erfolgen. Das Prinzip zentraler (Energie-) Produktionsanlagen zur Netzstabili-
sierung wird einer aktiven Regelung größerer Verbraucher, Energiespeicher oder dezentraler Erzeu-
gungsanlagen weichen müssen. 
 
Ungeachtet der Diskussionen um die Bereitstellung der benötigten Energie zum richtigen Zeitpunkt am 
richtigen Ort wird auf der Verbrauchsseite der effiziente Umgang mit elektrischer Energie in der  
Antriebs-, der Rechen- sowie der Mess- und Regelungstechnik von Maschinen und Anlagen erheblich 
an Bedeutung gewinnen. Hier sind durch den Einsatz intelligenter Elektronik Einsparpotenziale von 
durchschnittlich 30 %, bei Einführung intelligenter Stand-by-Lösungen von 90 % zu erreichen. Auch wird 
der Bereich „e-mobility“ weiter voranschreiten. Zwar stockt der Absatz von E-Autos, jedoch sind die 
Zuwächse bei E-Bikes ungebrochen: In Deutschland wird 2018 ein Absatz von 600.000 E-Bikes 
erwartet. 
 
Übersetzt in Anforderungen für zukünftige elektronische Baugruppen führt das zu einer langen Liste mit 
Entwicklungsschwerpunkten wie etwa hohe Schaltströme, hohe Spannungen, höchste Schaltfrequen-
zen, steigende Betriebstemperaturen, hohe Zuverlässigkeit und Langzeitstabilität sowie die Einhaltung 
strenger Richtlinien zur elektromagnetischen Verträglichkeit und zur Umweltschonung. Eine weitere 
wichtige Herausforderung ist die Integration von Sensorik und Logik, angepasst und optimiert hinsichtlich 
Funktionalität und Einsatzbelastung.  
 
Die in diesem Sinne steigenden Anforderungen sind nur zu erfüllen, wenn zukünftige Aufbau-, 
Packaging- und Baugruppentechnologien, z. B.: 
 

 die Leistungsfähigkeit konventioneller  Materialien verbessern und neue Materialien gezielt etablieren, 
 Si-Logik- und Si-Leistungselektronik verschmelzen lassen, 
 kostengünstige Konzepte zur Integration von SiC- oder GaAs-Halbleitern bereitstellen, 
 Konzepte zur Vermeidung thermomechanischer Ausfälle von Interconnects, Leiterbahnen oder 

Substraten vorhalten, 
 höchste thermische Leitfähigkeit zur Wärmeableitung bereitstellen, 
 fortschrittliche Integrationstechniken (z. B. 3D oder Embedding) vorantreiben. 
 
Entsprechende Lösungen werden anlässlich der Konferenz und Fachausstellung „EBL 2014 – 
Elektronische Baugruppen und Leiterplatten“ in Fellbach gezeigt. Damit wird sich die Tagung einmal 
mehr auf dem Gebiet elektronischer Aufbau- und Baugruppentechnologie als die führende 
Präsentations- und Diskussionsplattform für die Fachwelt im deutschsprachigen Raum darstellen. 
Aktuelle Entwicklungstrends, Forschungsergebnisse und Praxiserfahrungen werden durch Vorträge aus 
Industrie und Wissenschaft umfassend nutzbar vorgestellt und die Kongressteilnehmer in die Diskussion 
eingebunden. Die begleitende Ausstellung mit neuesten Material-, Geräte- und Prozessentwicklungen 
ermöglicht eine Einschätzung der Anwendbarkeit fortschrittlicher Verfahren im eigenen Umfeld und 
unterstützt zusätzlich den vertieften Erfahrungsaustausch.  
 
Unser Dank gilt den Vortragenden, die es durch rechtzeitiges Einreichen ihrer Vortragsmanuskripte 
ermöglichten, den Teilnehmern den Tagungsband zur Veranstaltung zur Verfügung zu stellen. 
 
 
Prof. Dr. Udo Bechtloff Prof. Dr. Klaus-Dieter Lang 
Vorsitzender der Programmkommission Wissenschaftlicher Tagungsleiter 
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